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概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

ウレタン樹脂はソフトセグメントを構成する長鎖ポリオールとハードセグメントを
構成するイソシアネートと短鎖ポリオールまたはポリアミンからなる。ウレタン樹
脂の組成を変化させたときに、ハードセグメントの分散状態などモルフォロジーが
どのように変化するかを観察する。また、ソフトセグメントとハードセグメントの
表面物性（凝集力の違いによる硬さ）等の差を数値化できるか検討する。

実験
Experimental

無発泡ウレタン樹脂フィルムを準備し、アクリル系包埋樹脂に埋め込んだ後、ミク
ロトームを用いてウレタン樹脂フィルムの断面をなめらかに切り出した。走査型プ
ローブ顕微鏡システム（KT-304）を用いて、切り出したウレタン樹脂フィルム断
面のヤング率および粘着性を測定した。

結果と考察
Results and Discussion

AFM測定により、樹脂中のウレタン基濃度やウレア基濃度を変化させた結果、ヤン
グ率の高いハードセグメントが凝集した状態と分散した状態の両方が確認された。
海島構造の観点からは、文献によればポリエステル系樹脂は島側に、ポリエーテル
系樹脂は海側に局在化するため、ポリエステル系樹脂の方が局在化しやすい傾向が
示唆されている。ソフトセグメントの凝集力の違いがハードセグメントの局在化挙
動に影響を及ぼしている可能性が考えられる。画像解析により凝集分散状態を数値
化することができた。
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